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Elektronik-Technologie

23. Treffen des Sachsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie (VDE/VDI)

am Donnerstag, 16. Méarz 2000 10.00 Uhr
beim Fraunhofer Institut fir Zerstérungsfreie Priifverfahren EADQ,
Krigerstr. 22, 01326 Dresden

Thema: Zerstorungsfreie Prifung elektronischer Baugr uppen und Wer kstoffchar akterisierung

Letung: Herr Dr. Baumbach, IZFP EADQ, Herr Prof. Sauer, TU Dresden

10:00 Uhr Zerstorungsfreie Prufverfahren — Das Methodenpotential des 1ZFP
Herr Dr. Baumbach, 1ZFP EADQ

10:25 Uhr Neue Inspektionsmdglichkeiten mit Réntgenverfahren
Herr Dr. Baumbach, 1ZFP EADQ

10:50 Uhr Pause

11:10 Uhr Messung mechanischer Eigenspannungen in Schichten
Herr Prof. Schreiber, IZFP EADQ

11:35 Uhr Sensoren und Signalverarbeitung fiir zerstérungsfreie Priifungen
Herr Dr. Honig, Herr Dr. Hentschel, IZFP EADQ

12:00 Uhr Mittagspause (individuelles Mittagessen in der Gaststatte "Zur Eule™ (ca. 10 min FuRweg))

13:15 Uhr Ultraschall- und Réntgenmikroskopie zur Qualitatshewertung in der Baugruppentechnologie
Herr Dr. Herenz, Herr Dipl.-Ing. Daniel, Herr Prof. Wolter, TU Dresden

13:40 Uhr Intelligente Kameras in der Elektronikproduktion
Herr Dr. Kaiser, Dr. Kaiser Vision + Software GmbH, Dresden

14:05 Uhr Praktische Erfahrungen zur zerstdrungsfreien Prifung in der Flachbaugruppenfertigung
Herr Dipl.-Ing. Zschiedrich, Prettl Elektronik Radeberg GmbH

14:30 Uhr EU-Forderung fiir Forschung und technologische Entwicklung
Herr Dipl.-Math. Rehm, BTI mbH Dresden

14:55 Uhr aktuelle Informationen

15:15 Uhr L aborbesi chti gung  (Rasterkraftmikroskop, Feinstrahlionenanlage, Warmewellenmikroskop,
Scanmaster, Laservibrometer, Akustische Signaturanalyse)
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Verangtatung an Herrn Dr. R. Bauer, TU Dresden,
Institut fur Elektronik-Technologie erbeten
(Fax.-Nr.: 0351/ 463 7069 oder

e-mail: r.bauer @iet.et.tu-dresden.de).

" Aktuelle Informationen sind auch im Internet zu
finden unter
http://www.et.tu-dresden.defiet/iet.html.




Laborbesichtigung

Rasterkraftmikroskop: Oberflachenabbildung mit atomarer Auflésung
Feinstrahlionenanlage: Waferfeinbearbeitung und -untersuchung
Warmewellenmikroskop: Defektnachweis durch IR-Absorption
Scanmaster: Automatisierte Ultraschallpriifung

Laservibrometer: Beriihrungslose Schwingungsmessung

Akustische Signaturanalyse: Automatische Produktprifung



